货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	光刻工艺仿真平台
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
二、具体技术规格

光刻工艺仿真平台

1、工作条件及总体需求：


软件产品，不受外围工作环境影响，在电脑工作站或服务器上运行。

2、产品名称、数量、采购预算及资金来源：

（1）数量：1套 

（2）采购预算：470万人民币

（3）资金来源：财政性资金

3、用途：

为项目研发需要对版图进行OPC仿真、建模和对比实验等工作，提供可制造性光刻工艺规则检查、版图查看及OPC仿真、OPC版图仿真验证、版图多掩模板拆分、良率提升、设计分析与热点预防、SEM图像提取、光学临近修正、曲线BLAS分析等功能。

4、技术规格要求： 

4.1应用范围和要求

产品要同时具有以下三个主要技术指标的系统解决方案，即：

（1）OPC的建模，校正及仿真验证；

（2）双重曝光技术（Double Patterning）的版图拆分；

（3）设计-工艺协同优化（DTCO）的技术

4.2性能指标

4.2.1 支持版图及层次化DRC检查

★（1）能够提供复杂图形的分析能力，更快的运行速度及更短的验证周期，满足纳米设计中尺寸缩小以及复杂工艺制造引发的各种要求。

▲（2）支持多线程和分布式计算，可加速全芯片验证。

4.2.2 支持版图查看及OPC仿真

▲（1）具有快速加载大型GDSII设计数据以及OASIS设计数据格式功能，当GDSII设计数据超过1GB，需在1分钟内，加载完成。

（2）能够利用多CPU处理来加速设计操作，支持全芯片设计数据的查看和编辑。

（3）具有快速定位和修复DRC错误的能力，支持基于方程的设计规则检查。

（4）支持本地设计布局的定制优化和修改。

（5）具备自动化的虚填充和通孔填充功能。

4.2.3 支持OPC版图仿真验证

能够生成结果的图像式侦错环境。能够与市面上任何一种主流的版图编辑器（Layout Editor）或是原理图设计工具进行交互查询（Cross Probing）及高亮显示（High Light）的功能。具备Spice 网表浏览器，能够支持版图设计工程师直接对于原理图Spice 网表进行侦错及高亮显示的工作。

4.2.4 支持版图多掩模板拆分

▲（1）支持多种多重图形工艺，如双重图形（DP）、三重图形（TP）、四重图形（QP）的拆分以及拆分结果的调试。

（2）支持定制化的版图拆分，能够自定义拆分规则。

（3）软件支持自对准双重图形（SADP）以及裁剪图形的生成与调试。

（4）支持设定区域内的多重图形拆分。

（5）能够检查出无法拆分的版图图形并出具结果报告。

4.2.5 支持良率提升

★（1）具有DFM成品率强化功能，能够通过自动的改进版图提升成品率。

★（2）支持先进制程的金属填充等功能，能够在不增加版图面积的前提下，提高成品率。

▲（3）针对超大规模设计（如5nm SoC、HPC芯片），能够提供内存优化和分层处理技术。

▲（4）支持金属填充检查。

4.2.6支持设计分析与热点预防

▲（1）从有限的已知缺陷中，能够通过特征工程(Feature engnieering)和机器学习（Machine Learning）找出与制程相关的、有高风险成为新缺陷的相似图案。

（2）具备监督模型(Supervised model)，能够支持打分 (Probability)功能，以及对预测结果进行风险排序。

（3）具备非监督模型(Unsupervised model)，能够对已知的良好设计(Good design)和目标设计(New design)进行比较，以识别和定位新设计中潜在的问题区域，帮助设计人员对目标设计进行优化。

（4）能够对芯片布局中的图案进行聚类分析，筛选出每个聚类中的一个代表性图案，识别出目标设计中的独特布局区域。

4.2.8 支持曲线光学邻近修正

（1）能够对曲线版图进行基于模型的光学邻近修正，保证输出结果的可靠性、平滑性和一致性，且输出满足掩模版规则检查。

（2）工具支持全角度（all-angle）方式和基于样条（spline-based）的方式，并结合光滑处理及迭代OPC算法，实现复杂曲线形状的准确掩膜生成。其中，基于样条的方式能够通过插入锚点建立贝塞尔曲线，并在OPC迭代过程中移动锚点来生成结果。

（3）支持曲线的亚分辨率辅助图形（SRAF）的曝光规避。

（4）支持多种针对曲线的掩模版规则检查，包括曲率检查等。

（5）支持多种格式的曲线输入，包括多线段近似和Multigon。

4.2.9 支持曲线BLAS分析

（1）能够提供相对于传统 nmBias 工具的曲线版Bias支持。

（2）能够通过采用基于样条的曲线、分段以及平滑技术，提高模拟的时间效率，保证结果的一致性和可靠性。

（3）支持多种格式的曲线输入，包括多线段近似和Multigon。

★4.2.10 知识产权要求：

供应商同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由供应商承担。

★5、产品配置要求：

软件所需操作系统：Linux系列版本

配置清单：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	版图及层次化DRC检查工具
	套
	4

	2
	版图查看及OPC仿真工具
	套
	2

	3
	OPC版图仿真验证软件
	套
	2

	4
	版图多掩模板拆分工具
	套
	2

	5
	良率提升软件
	套
	2

	6
	设计分析与热点预防工具
	套
	2

	6
	曲线光学邻近修正套件
	套
	2

	7
	曲线BLAS分析工具
	套
	2


6、技术文件要求：

软件安装后需包含用户手册

7、技术服务要求：

7.1调试培训服务
（1）平台的安装和调试

安装版本为供应商能提供的平台版本的最新稳定版本，持续更新，或在在告知并得到同意的情况下，提供合作的开发版本。
（2）培训
为帮助采购人在前期建立相应的科研软硬件平台和培训相应的技术人员，需为采购人提供如下内容的技术服务及培训相应技术人员：
7.1.1 新用户培训：

供应商将为采购人技术人员提供完善的技术培训，使采购人能对供应商的平台产品有一个全面的了解，并能在今后的科研工作中能独立操作并能熟练应用。

7.1.2  新版本产品发布及培训

当投标人平台产品升级或有新功能发布时，投标人须及时为采购人提供平台升级及平台培训
（3）远端和现场的技术讨论

线上：双方协商后，进行不定期的线上技术会议，交流问题，每年累计时长不少于48小时。对于平台的工作问题，远端工程师提供答疑，响应时间不能超过4小时。
线下：线下技术讨论和培训，每年累计时长不少于48小时。

8、售后服务
8.1用户在购买软件授权期间，采购人有权免费获得该软件的最新版本。
8.2可以免费获得官网的技术资料。
8.3可加入官方的用户技术论坛。
★8.4软件授权期为3年。
8.5有专职的售后技术支持人员，投标方须拥有专业的售后服务团队，对产品提供完善的售后服务和技术支持，7*24小时售后服务。

8.6软件升级：有效期内提供新发布的软件版本。

8.7故障排除：1小时内响应，48小时内排除软件故障。

8.8更新软件资料：更新软件最新功能的介绍等相关材料，以及部分功能的详细说明与培训资料。

9、验收标准：

（1）投标人应该向采购人进行软件的安装调试，license的安装调试，系统整合，运营维护。软件安装后，采购人将与投标人共同验收, 如投标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺, 采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。 
（2）投标人应提出软件测试的内容、项目、指标和方法, 投标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试内容应包含技术规格要求中的所有★项内容，需要展示界面并能够实现其功能。投标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。 
（3）授权期（3年）自最终安装验收合格后开始，授权期内投标人要确保软件正常运行，并及时免费更新到最新版本。在授权期内，如果软件发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足指标和性能的要求，以上都应是免费的。

★10、投标报价要求：
（1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货外币免税价。
价格包括：
1）DAP价
2）其他伴随服务费用：
①安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及采购文件要求提供的其它服务
②货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
③按照采购文件要求的除以上费用外的其他相关费用。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
关境内供货的国外产品与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
（4）对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。
11、交货日期：
合同签订后4个月内完成全部交货。以光盘形式交货。

12、目的港/交货地点：北京市朝阳区亚运村街道北土城西路3号中国科学院微电子研究所。

★13、付款方式：合同签订一个月内开具90%即期不可撤销可转让信用证凭发货单据议付；10%尾款凭用户代表买方签字并加盖单位章后的验收报告TT支付。

14、是否允许采购进口产品：  是  
